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证券研究报告·行业动态 

台积电 Q3 营收展望乐观，下半年中高

端智能机需求持续景气 

下半年中高端智能机需求景气得到更多验证 

上周台积电公布二季报，预计 Q3 营收中位数环比上升 8%，在加

密货币开采相关芯片需求放缓预期下，主要由于高端智能机出货

动能正在恢复。同时，台积电 7nm 制程用于苹果、华为等高端旗

舰机及显卡芯片，其占比有望持续提升，亦预示下半年将有不错

的智能机需求拉动。截至目前，台积电和大立光均给出 Q3 乐观

展望，而据调研产业链其它龙头公司（如立讯、欧菲等）亦已积

极扩产，备战下半年拉货高峰。我们继续看好下半年电子行业基

本面以及优质电子白马的持续表现，首推受益于消费电子创新大

周期及核心元件加速进口替代的标的立讯精密、欧菲科技、三环

集团、顺络电子、景旺电子等。 

台积电积极展望 Q3 成长动能，看好晶圆相关环节国内厂商机遇 

台积电 18Q2 实现营收 78.5 亿美元，环比减少 7.2%，同比增长

11.2%；毛利率为 47.8%，环比减少 2.5%。营收与毛利率略低于

18Q1 指引，主要与 Q2 手机出货季节性影响及产能利用率下降等

有关。公司看好 Q3 HPC 及高端机带来的成长动能，预计营收中

值环比增长 8.2%。目前 7nm 制程已量产，Q2 占各制程比例不足

1%，而 Q3 有望超 10%，Q4 达 20%，18 年底有望出现在 CPU、

GPU、矿机/AI 芯片等应用中。长期看，5G 与 AI 有望带动终端

硅含量持续提升，中芯国际在 28nm 制程、华虹半导体在 8 寸晶

圆产能上已具竞争力，未来有望承接部分产能。 

LCD Q3 价格有望迎改善，建议持续关注 OLED 主线机会 

上周 Witsview 公布 7 月下旬面板价格预测数据，预计 TV 面板价

格受旺季带动将迎来回升，且低尺寸环比涨幅将优于高尺寸，主

要与部分国产面板大厂 Q2 末策略性提升出货尺寸有关。中期来

看，LCD 供需关系虽仍面临压力，但随着 10 代以上国产产能的

持续开出，产线结构的自我调整有望缓和供需关系。OLED 市场

应用在 18H2 有望迎来拐点，根据调研，三星刚性 OLED 净利率

非常可观，一方面由于其较高的良率以及产线折旧的结束，另一

方面则在于对下游厂商仍有较强议价能力。柔性 OLED 的 BOM

成本相较于刚性 OLED 增加量主要在于驱动 IC、Cover 等模组材

料，价格具备下降空间，但仍有望持续维持较为可观的利润率。

成本的下降，差异化终端的推出，将持续带动 OLED 应用渗透。

建议关注京东方、维信诺、精测电子、大族激光等。 
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一、一周行情回顾 

图 1：电子行业相关重要指数涨跌幅情况 

 

资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部 

图 2：电子行业每周股价涨幅前十五名 

 

资料来源： Wind，中信建投证券研究发展部 

图 3：电子行业每周股价跌幅前十五名 

 

资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部 
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二、重点公司估值表 

表 1：核心推荐与关注公司估值（股价取 20180720 收盘价） 

 

资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部 

表 2：海外重点公司估值（股价取 20180720 收盘价） 

 

资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部 

 

三、一周动态跟踪 

3.1、【顺络电子】上半年业绩快报超预期，下半年高增长值得期待！继续重点

推荐！ 

公司发布业绩快报：2018H1 收入 11.3 亿，同比增长 39%，归母净利润 2.3 亿，同比增长 31%，扣非归母净

利润同比增长 44%。 

【上半年业绩超预期，Q2 扣非归母净利润同比环比均大幅增长】 
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上半年收入及净利润均创历史新高，归母净利润同比增长 31%，略高于此前业绩预告 10-30%的上限，超出

市场预期。Q2 单季收入 6.38 亿，同比增 40%环比增 30%，归母净利润 1.25 亿，同比增 15%环比增 23%，扣非

归母净利润 1.19 亿，同比大增 67%环比大增 61%。Q2 收入及归母净利润延续 Q1 快速增长趋势，判断主要因精

密电感产能释放，国产手机份额持续增长，Q2 扣非净利润同比及环比高增长一方面因经营性增长稳健，另一方

面因非经常性损益同比及环比基数高。 

【下半年消费电子旺季叠加新品放量，同比持续高增长可期】 

下半年为消费电子旺季，公司精密叠层电感销量有望持续提升，汽车电子磁性器件（电子变压器及功率电

感等）、无线充电线圈、陶瓷机壳等在研项目有望量产。而 17 年下半年公司经历新品扩产爬坡及费用端压力（前

期研发投入、折旧摊销、员工薪酬、汇率损失等），业绩为全年相对低位，判断 Q3 及 Q4 公司业绩同比增速有

望维持快速增长趋势，全年高增长可期。 

【公司掌握材料配方及精密工艺两大核心壁垒，长期成长逻辑清晰】 

我们认为被动元件的核心壁垒在于上游材料配方及精密制造工艺，公司多项专利技术突破磁性及陶瓷材料

配方，精密电感生产工艺业内领先，新世代产品性能略超村田，未来模块化及高附加值新品量产不断打开新空

间，看好公司长期增长的可持续性，持续推荐！ 

 

四、一周重要新闻 

4.1 消费电子 

4.1.1、IDC：连续两年下滑后，明年智能机销量回升 

由于中国需求疲弱，去年智能手机销售不振，IDC 预测今年将持续低迷，出货恐续跌 7.1%。尽管如此，IDC

预计 2019 年在 5G 以及新兴市场加持下，智能手机出货量将回温，到 2022 年将达 16.54 亿支，估计未来五年的

年复合成长率可达 2.5%。 

至于中国手机市场的衰退，原因不外乎手机渗透率高，新增用户空间有限；再者手机规格在各厂多年拼斗

后，都已提升到相当的程度，新一代机型与前一代的差异不大，消费者的使用周期拉长，换机潮的热度递减。 

IDC 表示，2017 年终究会到来，智能手机销量出现萎缩是必然。2017 年光中国市场就衰退了近 5％，这是

全球销量下降的一个重要因素，但新兴市场也下降了 3.5％，美国市场持平，仅新兴市场还有成长空间。IDC 预

测首支 5G 商用智能手机，将在 2019 年下半年亮相，2020 年出货量攀升。估计 2020 年 5G 智能机将出货 2.12

亿支，在全球智能机比重达到 7%；2022 年 5G 智能机比重可望提高到 18%。 

尽管整体手机市场未见成长，但因规格的提升，以及零组件成本的上涨，包括苹果 iPhone 持续维持高价，

安卓阵营的高端机型，也没有降价的意思。IDC 预测，今年智能手机的 ASP 将达到 345 美元，比 2017 的平均价

格 313 美元上涨了约一成。预期 5G 手机推出初期，势必也走高价策略。（集微网） 
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4.1.2、华为手机出货跨 2 亿大关，供应链信心大振 

华为 2018 年智能手机出货于 7 月提前突破 1 亿支大关，较 2017 年 9 月提前 2 个月达阵，主要成长动能包

括来自于苹果 iPhone 用户转移数量增加，以及华为拓展海外市场版图有成，全年手机销售量将挑战 2 亿支大关。

随着华为智能手机市场气势持续增强，包括大立光、玉晶光、台积电等供应链业者订单跟着水涨船高，稳定下

半年供应链信心。 

华为消费者业务 CEO 余承东指出，2018 年截至目前华为智能手机全球出货量已突破 1 亿支大关，全年手机

销售量将挑战 2 亿支重要关卡。供应链业者预期，华为有机会跃居全球第二大智能手机厂，在华为手机出货奋

起直追情况下，对于手机双雄苹果、三星的威胁大增。供应链业者表示，由于国内手机市场开始出现成长趋缓

迹象，手机品牌领先群华为、小米、Vivo、Oppo 等纷加速将触角延伸至海外市场，以开拓新的成长沃土与成长

动能，透过一波波猛烈的通路宣传及规格战，2018 年华为、小米、Vivo、Oppo 在海外手机市场大有斩获。 

供应链业者认为，手机品牌客户通常会在每年第 3 季时，重新评估全年手机出货目标，并调整供应商订单。

由于近期市场氛围不错，既有手机品牌客户订单量能多呈现稳定状态。其中，非苹手机阵营的指标业者华为更

出现上修订单规模的动作，使得相关供应链业者信心大增。业界预期第 3 季产业传统旺季效应可望发酵，尤其

是华为、小米、Vivo、Oppo 等手机品牌领先群，凭借在国内市场主场优势，加上拥有强大的采购经济规模，可

望在全球手机市场杀出一条血路。其中，华为虽在美国市场出师不利，然仍积极冲刺旗下手机销售量，推出更

多平价机种，并火力全开强攻印度等海外市场，对于二、三线手机业者造成排挤效应。 

全球手机市场品牌强弱愈益分明，呈现强者愈强、弱者愈弱的趋势，全球手机市占版图逐渐集中于领先群，

使得二、三线手机品牌业者愈来愈难翻身。从产品端来看，二、三线手机厂推出的新机，在硬件规格、创新度

及成本等方面都难与领先群抗衡，不利于市场拓展。因此，供应链业者能否跟对手机品牌客户，搭上领先群出

货顺风车，将攸关后续营运发展。展望第 3 季市场前景，大立光执行长林恩平坦言，现阶段产能为满载，手机

品牌客户拉货状况符合预期，从掌握的订单能见度来评估，6-8 月将呈现逐月走扬趋势，至于 9 月现阶段还看不

出来。（DIGITIMES） 

4.1.3、2018 年屏下指纹手机出货量将超过 2000 万台 

根据 IHS Markit 最新的《2018 年显示屏指纹技术与市场报告》，预计 2018 年使用屏下指纹传感器的智能手

机出货量至少将达到 900 万台，到 2019 年将会超过 1 亿台。未来三年，市场将继续保持高速增长；Vivo、华为、

小米以及三星等领导智能手机品牌将率先导入，走在市场前沿。 

将指纹传感器集成到智能手机的显示屏下方后，手机就可以给 18:9 或更高比例的全面屏提供正面、隐形的

指纹识别功能。最先采用屏下指纹传感器的智能手机(包括 Vivo X20、X21 以及华为 Mate RS)已于 3 月下旬推出，

预计 2018 年下半年将有更多的机种上市。 

苹果是首家引入指纹技术作为主要生物识别功能的公司。2013 年苹果在 iPhone 上推出 Touch ID，随后

Android 系统于 2015 年正式从系统端原生地支持指纹识别。这些因素造成了指纹识别应用在过去几年有了急剧

增长。2017 年智能手机总出货量中，约有 60%以上的比重采用了指纹因为使用者偏好更好的视觉体验，智能手

机品牌推动能显示更多内容的全面屏。但是，早期的机型很难将全面屏、指纹传感器并列于手机正面。而背面

的指纹传感器是为了克服全面屏智能手机局限所采用的折中方案。现在出现了屏下指纹解决方案，传感器就可

以重新回到智能手机的正面位置。 
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“随着 Vivo 和华为近期推出了几款采用屏下指纹识别技术的机型，屏下指纹识别技术无疑正成为一种新的

趋势，”IHS Markit 的触摸屏和用户界面研究总监 Calvin Hsieh 如是说。“中国智能手机品牌的积极态度将对三星

形成压力，但三星可能尚未最终决定是否在其 Galaxy Note 9 中采用此解决方案。”IHS Markit 预测，如果三星将

屏下指纹技术应用于 Galaxy Note 9，则 2018 年采用此解决方案的智能手机出货量将从目前预测的 900 万台增至

2000 万台以上。 

几乎所有的指纹 IC 制造商都对开发屏下指纹识别技术感兴趣，因为其利润率目前远高于硅晶片的解决方案。 

领先的解决方案制造商包括 Synaptics、Goodix、Qualcomm 和 Egis，其次是三星 LSI、FPC、VkanSee、CrucialTec、

BeyondEyes 和 FocalTech。在面板制造商中，拥有成熟的主动矩阵有机发光二极管(AMOLED)面板制造技术的三星

显示器占据了主导地位，其次是京东方(BOE)。因为目前屏下指纹技术仅能用于 AMOLED，而这两家公司在

AMOLED 与开发屏幕指纹技术相当积极。（OLEDindustry） 

4.1.4、终端售价下降激励，VR 头戴式显示器出货将在 2018 下半年急剧增长 

2018 年 5 月，JDI 宣布已开发出高像素密度的 1,001 ppi LTPS TFT LCD，具有专为 VR 头戴式显示器的快速响

应时间面板。要在 VR 头戴式显示器上欣赏 3D 以及虚拟现实影像，显示面板需要非常高的像素密度才能在使用

放大倍率时看不到单个像素。此外，显示器需要快速响应时间才能让使用者没有晕眩感。特别是在响应时间方

面，因此 AMOLED 非常适合作为 VR 显示。 

为了与 AMOLED 竞争，JDI 一直在使用 LTPS TFT 和 IPS LCD 技术开发具有快速响应时间的高像素密度 LCD。 JDI

之前已经批量生产用于 VR 头戴式耳机的 LTPS TFT LCD，具有 803 ppi 和 4.5 毫秒的响应时间，但现在已开发出具

有超过 1,000 ppi 和 2.5 毫秒响应时间的 LCD。 

JDI 预计将在 2018 增加用于 VR 应用的 LTPS TFT LCD 的产量。2016 年发布的 VR 头戴式显示器售价为 399-499

美元，且目标客户是重型游戏玩家。高定价是由优质材料和 AMOLED 显示器成本导致的。行业预测 VR 头戴式

显示器有超高的需求量，但其产量增长一直远低于预期。 

直到 2018 年 5 月，Oculus 发布了一款全新的 VR 耳机 Oculus Go，售价 199 美元。Oculus Go 的设计目标是

通过应用具有更高刷新率（90 Hz）的商品化 LTPS TFT LCD，以不到现有头戴式装置价格一半的价格进入市场。

在VR头戴式装置中占据最大市场份额的索尼 PlayStation VR为与Oculus Go竞争，售价从 399美元降到 256美元。 

终端售价下降激励，VR 头戴式显示器出货将在 2018 下半年急剧增长，连带刺激面板出货快速增长。IHS 

Markit 预计 2018 年第三季度头戴式显示器面板的出货量将达到 190 万片，比 2017 年第三季度的 110 万片同比

增长 75％。其中需注意到许多 VR 头戴式装置其实同时需要用到两块面板。值得关注的是，降低设定价格在多

大程度上会影响需求，但 IHS Markit 预计 2018 年下半年 VR 市场将出现大幅增长。（IHS 科技） 

 

4.2 半导体 

4.2.1、全球半导体产值今年将首度突破 5000 亿美元 

半导体产业研究机构 IC Insights 周三公布报告指出，全球半导体产值今年将首度突破 5,000 亿美元大关，预

估成长 14%至 5,091 亿美元。与此同时，IC Insights 预测全球电子系统将扩增 5%至 1.6 兆美元。按此预测，电子
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系统平均半导体含量将来到 31.4%，将打破 2017 年 28.8%的最高纪录。报告指出半导体的价值不断提高，是产

值年增率超过电子系统市场的主因。另外，今年半导体业又以记忆体价格涨幅最明显。今年手机与 PC 单位出货

量均预估年减 1%，车用电子预估年增 3%，均远不及半导体。IC Insights 进一步预测，2020 年电子系统的半导体

含量将拉回至 30.2%，但 2022 年会再创新高纪录至 31.5%。（半导体行业观察） 

4.2.2、2018 年 Q3 半导体景气弹升，但幅度未明 

在产业即将进入传统旺季，加上目前人工智能、车用电子、物联网等芯片需求仍强劲，况且 8 英寸因晶圆

代工价格产能供不应求而陆续调涨，甚至 DRAM 价格仍处于高档之下，2018 年第三季国内半导体业景气相较

于第二季弹升的趋势确立。不过反弹的力道恐受到压抑，主要关键在于苹果与非苹果手机销售动能恐未如预期，

加上虚拟货币挖矿需求起伏不定，更重要的是美中贸易战持续延烧，使得全球高科技产业垄罩在不确定之中。 

首先以晶圆代工业而论，2018 年第三季国内晶圆代工产值季增率将转为正数态势，主要系因 Apple 2018 年

9 月发布三款新机型，多机型、多价格选择可望达到售价销量平衡的状况，特别是 2018 年三款 iPhone 新机售价

预计在 800-1,000 美元左右，因而在较低价格将刺激销量上扬的前提下，将带动 Apple 产业链的出货可望呈现成

长态势。台积电又因持续第三年为 Apple A12 应用处理器的独家供应商，自然相对受惠，更何况高速运算芯片

也带动高阶制程成长，包括 Apple、超微（AMD）、赛灵思（Xilinx）、海思等主要客户也会开始启动 7 纳米投片，

以及台积电南京厂 5 月已进入量产阶段，亦在第三季显著挹注公司营运，况且联电已宣布调涨 8 英寸晶圆代工

价格，将反映在第三季营收上。 

加上 12 英寸厂 28 纳米及 14 纳米等先进制程产能利用率维持高档，厦门 12 英寸厂接单强劲且新产能持续

开出，甚至世界先进 LCD 驱动 IC、功率半导体、电源管理 IC、指纹辨识 IC 等接单满载到年底，且已掌握足够

硅晶圆货源，对下半年营运展望乐观所致。不过 2018 年第三季国内晶圆代工产值季增率恐未如过往达到双位数

的水平，主要系因子位货币市场价格受到压力，造成全球前两大虚拟货币挖矿业者比特大陆、嘉楠耘智等出货

受到冲击，相对影响台积电第三季在挖矿用 ASIC 的接单表现，同时 Apple 与中国智能型手机旺季拉货成长力

道仍未明所致。 

在 DRAM 制造方面，受惠于 5G、人工智能的兴起及各种云端服务增加，服务器 DRAM 需求成长可期，更

重要的是三星虽然决定在韩国华城 Line 17 及平泽 Line 18 扩大先进制程 DRAM 产能，却将华城 Line 11 及 Line 

13 的旧制程 DRAM 产能移转生产 CMOS 影像传感器，也就是说三星在增加 DRAM 新制程产能之际，同时缩减

旧制程产能，只利用制程转换至 1y/1z 纳米来提高位元出货成长率，故上述仍将有利于 2018 年下半年 DRAM 之

价格走势，进而挹注整体产业的景气表现。 

于半导体封装及测试方面，2018 年第三季国内半导体封测业景气相较于第二季将可望有所改善，除产业进

入传统旺季之外，主要是有鉴于终端产品微型化需求将带动先进封装快速增长，以及 IDM 厂委外寻求 OSAT 厂

支援趋势不变，且新兴科技领域的崛起也驱动半导体产业链上下游厂商的业绩成长，特别是汽车电子的市场成

长潜力浮现，促使厂商于车用半导体封测业务的布局将加重。另外，高速运算芯片除了带动高阶制程成长外，

也带动基板上晶圆芯片封装等高阶封装市场快速成长，甚至日月光与硅品共组产业控股公司于 2018 年正式成军，

也展开两岸、新加坡、马来西亚等地的布局，此皆将挹注 2018 年第三季国内半导体封测产业景气的表现。 

不过，预料半导体封装及测试产值季增率弹升幅度仍将受到压抑，主要系因 Apple iPhone 新机虽将开始积

极拉货，但买气状况难料，加上华为等非 Apple 阵营手机销售动能仍有变量，且挖矿潮退烧，比特大陆等 ASIC

芯片订单恐不增反减所致。（中时电子报） 
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4.2.3、三星电子 2020 年开发 3 纳米制程，芯片设计费将高达 15 亿 

三星电子先前发布，到 2020 年开发 3 纳米 Foundry 制程。据分析称 3 纳米制程芯片设计费用将高达 15 亿

美金。虽芯片设计费用的增长倍数极高，但据专家分析称其电流效率和性能提升幅度并没有与费用成正比，而

且考虑到高额的费用，能设计 3 纳米工程的企业屈指可数。 

7 月 17 日半导体市调机构 International Business Strategy（IBS）分析称 3 纳米芯片工程的芯片设计费用将高

达 4 亿至 15 亿美金。IBS 说明，在设计复杂度相对较高的 GPU 等芯片设计费用最高。该公司资料显示 28 纳米

芯片的平均设计费用为 5130 美金，而采用 FinFET 技术的 7 纳米芯片设计费用为 2 亿 9780 万美金，是将近 6 倍

的涨幅。半导体芯片的设计费用包含 IP、Architecture、检查、物理验证、软件、试产品制作等费用。这也是半

导体行业 Fabless 工厂一直青睐 16 纳米 FinFET 和三星的 14 纳米 FinFET 制程的理由。 

对 Foundry 厂商来说，3 纳米制程难度也颇高。三星电子的 3 纳米制程将首次使用 GAAE(Gate-All-AroundEarly), 

GAAP(Gate-All-Around Plus)技术，并起名为 MBCFET(MultiBridge Channel FET)。技术的核心为确保每个 Gate 通道

的电流存在。若 FinFET 结构为 3 面电流，GAA 为 Gate 的所有面都要确保有电流，电流通道变大后性能也将提升。 

三星电子的 MBCFET 技术为美国 IBM 和 GF 共同开发。若 FinFET 为鱼鳞状的 Gate 竖向排列的话，GAA 为 Gate

横向叠加排列方式。为生产此种 Gate 结构需要 Pattern 显影、蒸镀、蚀刻等一系列工程的革新，并且为了减少

寄生电容还要导入替代铜的钴、钌等新材料。业界人士称，3 纳米工程开发与芯片设计若有庞大财源的支持下

是有可行性，但关键在于是否值得如此投资。而且可使用此种工程的公司也就只有高通、苹果、英伟达、苹果

等少数公司，这也将是 3 纳米工程的绊脚石之一。（CINNO） 

 

4.3 光电显示 

4.3.1、2022 年 4K 平板电视出货量将达 1.94 亿台 

过去几年内全球 4K 平板电视的出货量迅速增加，有助于推动全球平板电视市场的整体增长。2017 年 4K 电

视占平板电视总销量的三分之一以上。美国市场研究公司 ABI Research 预计，2018 年 4K 平板电视出货量将超过

1.02 亿台，占全球平板电视出货量的 44%。平板电视市场在全球家庭的普及率已经超过了 85%，导致其增长预

期放缓。然而从高清 HD 到 4K 超高清电视机的转换有望成为全球平板电视市场发展的下一个关键因素。 

除了在 Netflix 和 Amazon Prime 等流媒体服务上不断增加的 4K 内容之外，付费电视服务提供商也在投资提

供 4K内容。俄罗斯付费电视提供商 Tricolor TV最近就推出了 4K电影频道，美国付费电视运营商 Verizon和 Frontier 

Communications 目前也正在测试 4K 视频服务。 

从地理位置来看，2018 年亚太地区 4K 平板电视出货量占全球出货量的 37%。提供多种低价 4K 模型的中国

市场是亚太市场的主要推动市场。目前，北美和西欧是 4K 电视普及率最高的地区。这两个地区的联合出货量将

占 2018 年全球 4K 平板电视出货量的一半左右。预计消费者对 4K 平板电视的需求将推动全球 4K 平板电视出货

量在 2022 年达到 1.94 亿台，年均复合增长率将达到 17.3%。（OFweek） 

4.3.2、中小尺寸面板价格止跌回升，群创光电开启涨价第一枪 
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今年上半年面板报价只跌不涨，加上大陆京东方等新产能开出，群创先前一度喊出“苦日子来了”，引起市

场忧虑。随着群创调升报价，一甩今年以来面板价格只跌不涨状况，透露面板厂营运出现正向转机。据估计，

第三季全球智能型手机的面板总需求约近 5.3 亿片，季增 31.4％。 尤其在苹果新品备货带动下，面板需求走强，

第三季苹果对面板的总需求预计接近 1 亿片，季增两倍以上，其他品牌也将积极备战。 而且今年苹果 LTPS 面

板拉货动能大，第三季 LTPS 面板供需也可望转趋平衡。 

群创行动产品事业群总经理杨弘文表示，上半年全屏面板产品转换，需求递延。然而 6 月需求升温，现在

看来第三季订单供不应求，大客户拉货积极，全线满载。第二季开始调整某些产品的价格，大约是个位数的涨

幅，第三季供需缺口扩大，大部分产品价格都会调涨，调幅还会更大于第二季。除了手机面板之外，平板计算

机旺季备货需求明显增加，部分产品也缺货。群创中小尺寸产能紧张，全力冲刺生产，达到客户需求。竹南 6

代线（T2 厂）今年只增加约 6,000 大片的产能，因应中小尺寸面板需求增加、尺寸放大，规划 2019 年还会再增

加 1 万多片产能给中小尺寸。 

群创 TV 及 AII 事业群总经理杨柱祥表示，群创第 2 季大尺寸面板业绩逐月成长，本季也会比上季好。尽

管在宏观上，全球面板产能过剩，但在微观上，群创找到差异化的利基点，足以让群创未来产能满载。杨柱祥

并证实，群创主要尺寸电视面板上季底价格已蠢动，7 月正式调整，包括群创与其他竞争同业做出区隔的 40、

50、58 以及 65 寸等系列产品，都有个位数百分比涨幅。杨柱祥指出，群创电视面板今年上半年与下半年出货

比重，约是 45：55 或 4：6，电视旺季从第 3 季到第 4 季一路走强，群创大尺寸面板业绩也会愈来愈稳定。 

华映总经理林盛昌指出，第二季中大陆市场拉货动能加温，华映 4 月开始产线拉满，客户追货追得很凶。 第

二季手机面板部份机种涨价，特别是 18：9 全屏幕面板，因为供不应求，涨幅会比较大。现在看来，手机面板

供应量吃紧，目前正在跟客户谈供货分配，也在谈第三季价格，有机会延续涨势。 

华映去年手机出货 1.6 亿片，今年手机面板出货数量比去年少，大约落在 1.3 亿-1.4 亿片，可是出货尺寸放

大，年增 0.5 吋，出货都尺寸都是 5 吋起跳。华映在莆田投资的华佳彩 6 代线，5 月所有设备装机完成，正在试

产、送样认证中。今年要抢大陆手机品牌客户，希望 9 月底前获得终端品牌客户认证，赶上旺季出货。 

从供给端来看，供给过剩状况已经让电视面板价格经历了一年多的下跌，导致现有电视面板价格普遍接近

面板厂的现金成本。此外，加上大尺寸电视价格越来越亲民，第三季中小尺寸电视面板市场景气度将会提升，

预估主要电视品牌三季度的面板采购需求能有约 10 到 15％的季成长。（OFweek） 

 

4.4 设备材料 

4.4.1、2018 年全球半导体设备销售额预增 10.8%，达 627 亿美元 

国际半导体产业协会（SEMI）年中预测报告显示，2018 年全球半导体设备销售金额将增长 10.8%，达 627

亿美元，刷新去年 566 亿美元历史高点的纪录。2019 年全球半导体设备市场销售金额有望继续创新高，预计将

增长 7.7%，达到 676 亿美元。 

从具体设备分析，2018 年晶圆处理设备预计将增长 11.7%，达到 508 亿美元；其他前端设备，包括晶圆厂

设备、晶圆制造等预计增长 12.3%，达到 28 亿美元；封装设备预计将增长 8.0%，达到 42 亿美元；半导体测试
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设备预计增长 3.5%，达到 49 亿美元。 

从区域市场来看，2018 年韩国将连续第二年蝉联全球最大设备市场，中国今年首次位居第二。该机构表示，

中国市场在外资企业的积极投资下，今年的增长幅度最大为 43.5%。2019 年，SEMI 预测中国半导体设备销售金

额增长幅度最大为 46.6%，达到 173 亿美元，中国排名也将升至第一。（全球半导体观察） 

4.4.2、AI 芯片百家争鸣，启动半导体新成长引擎，晶圆代工掀 xPU 抢单潮 

近期随着各路人马纷投入人工智能应用研发，并在既有英特尔(Intel)CPU、NVIDIA GPU 架构之外加速推出各

式 xPU 芯片，促使晶圆代工业者大掀抢单潮，不仅台积电、联电客户不断扩增，三星电子亦结盟 IC 设计服务厂

智原，抢进 AI 相关运算的特殊应用芯片(ASIC)市场，而重返晶圆代工战场的力晶亦传出 AI 订单大有斩获，AI 应

用引爆的多元芯片时代即将来到，可望成为半导体供应链全新的成长引擎。 

全球智能手机市场销售放缓，众厂纷寻求下一波成长动能。其中，技术不断提升与商业模式全面进化的 AI

应用，已成为全球产业关注焦点。台积电创办人张忠谋先前表示，2018 年成长动能将来自高效能运算(HPC)、物

联网(IoT)、车用电子等三大应用，其中，高效能运算因 AI 技术逐步成熟且广泛应用在各产业，将会是成长关键。

半导体业者指出，AI 将改变全球产业态势，并主导经济发展，预估至 2020 年市场将高达 3,000 亿美元，吸引各

大科技厂争相加码投资，各国纷积极抢夺 AI 发话权。 

AI 已升级为国家战略，包括美国、日本、中国及欧洲各国都陆续发布 AI 白皮书。AI 技术已广泛应用在各领

域，包括机器人、车用电子、无人驾驶、物联网等新兴芯片都与 AI 紧密连结，全球芯片业者争相投入 AI 芯片开

发，庞大市场需求将在 2018 年下半快速释放，驱动半导体市场进一步成长。 

AI 芯片研发进入百家争鸣的竞局。国际芯片大厂中，NVIDIA 以 Volta 架构 GPU 在 AI 市场保持领先地位，拥

有 Xeon 等处理器优势的英特尔发表全新的神经网络处理器(NNP)芯片 Spring Crest，目前 NVIDIA 及英特尔在全球

AI 芯片领域暂领先群雄。其它业者还包括 NXP、IBM、超微(AMD)、高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)、三星、

Synopsys 及联发科等，而苹果(Apple)、Google、亚马逊、微软、Facebook 亦纷自行研发 AI 芯片，其中，Google

发布的 AI 及机器学习 TPU 芯片不断进化，备受业界关注。此外，国内 AI 芯片大军亦不断扩增。除百度、阿里

巴巴及腾讯外，后起之秀更是来势汹汹，如深鉴、寒武纪、地平线与以挖矿机崛起的比特大陆等，纷发布各式

VPU、BPU、NPU 等 xPU AI 芯片，力图与国际芯片大厂比拼。 

半导体业者表示，除了既有 CPU 与 GPU 外，各式 AI 芯片全面崛起，全面扩大 AI 生态系统，数百家客户已

成为晶圆代工厂抢单标的，台积电凭借制程及良率优势稳取不少大单，包括 NVIDIA、赛灵思等，超微 GPU 亦确

定逐步重返台积电怀抱，尤其是效能大增、功耗大减的 7 纳米制程，更是多家芯片业者首选。 

由于国内晶圆代工产业技术较落后，包括华为海思、寒武纪、地平线、深鉴及比特大陆也都在台积电投片，

而联电旗下苏州和舰与厦门联芯亦陆续获得国内芯片厂下单，加上汽车导入 AI 已成趋势，快速推升车用半导体

成长，使得三星、GF 亦积极争取 AI 芯片客户。另外，力晶重返晶圆代工市场成果丰厚，已规划在竹科铜锣园区

投资兴建 12 吋厂，因应不断扩增的驱动 IC、电源管理 IC、利基型存储器等需求，目前产能持续满载，近期传出

获得欧洲、美国与日本 AI 芯片客户青睐，并确定拿下日厂订单，AI 芯片可望成为力晶成长关键业务。 

业界预期随着 5G 时代来临，AI 应用将迎来全面爆发期，可望为半导体供应链运营注入新一波成长动能。

（DIGITIMES） 
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4.4.3、2018 年全球半导体材料市场现状：台湾连续八年居冠 

随着全球半导体产业的发展，半导体材料已成为高新技术产业的基础材料，它的发展对高速计算、大容量

信息通信、存储、处理、电子对抗、武器装备的小型化和智能化，甚至对国民经济的发展和国家安全等都具有

非常重要的意义。2017 年，全球半导体材料市场规模达 469.3 亿美元，较 2016 年增长 5.9%。2017 年整体晶圆

制造材料及封装材料销售总金额分别为 278 亿美元和 191 亿美元，相较于 2016 年的 247 亿美元和 182 亿美元，

年成长率分别为 12.7%和 5.4%。 

从区域结构来看，2017 年，拥有大规模晶圆代工和封装基地的台湾地区贡献了全球 21.9%的市场份额，稳

居全球半导体材料市场第一。紧随台湾地区之后，中国大陆位居全球半导体材料市场第二。除中国大陆之外，

全球其它主要半导体材料市场均实现了一定幅度的增长。韩国、日本、北美、欧洲，分别贡献了全球 16.0%、

15.0%、11.3%、7.2%的市场份额。从成长性来看，台湾、中国大陆、欧洲和韩国的半导体材料市场销售额成长

最为强劲；而北美、世界其他地区和日本的半导体材料市场经历了温和的个位数成长。 

自 2010 年以来，台湾地区连续 8 年稳居全球半导体材料市场第一。2011-2017 年，台湾地区半导体材料市

场销售额呈现波动增长的态势。2017 年，台湾地区买家依旧开启买买买模式，以超过 100 亿美元的规模再度居

冠，年成长率达 12%。近年来，在国内集成电路产业持续快速发展的带动下，中国大陆半导体材料市场销售额

逐年攀升。2011 年，中国大陆半导体材料市场销售额仅 48.6 亿美元；至 2017 年，大陆地区半导体材料销售额

升至 76.2 亿美元，增长了 56.8%。中国大陆消费者一共消费了全球 16.2%的半导体材料，连续两年保持全球第

二大半导体材料市场。 

半导体材料是我国半导体产业的重要支撑，也是半导体制造的技术源头。尽管我国半导体材料行业有了大

飞跃，但在技术水平上，与国外仍存在很大差距，对于我国半导体材料行业来讲，走出去、争内需两方面都肩

负重任。预计随着全球半导体产业向中国大陆转移，日本、台湾等市场占有率将有所下降，而大陆半导体材料

市场会进一步扩大。（前瞻产业研究院） 

 

五、行业重点数据跟踪 

图 4：北美半导体设备制造 BB 值  图 5：全球半导体月销售额 单位：十亿美元 

 
 

资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部                       资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部 
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图 6：全球液晶电视面板月度出货量 单位：百万片  图 7：全球液晶面板月度营收       单位：十亿美元 

 
 

资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部                       资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部 

图 8：笔记本电脑 15.6 寸面板价格 单位：美元  图 9：电视 32 寸 open cell HD 面板价格  单位：美元 

  
资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部                       资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部 

图 10：电视 43 寸 open cell HD 面板价格  单位：美元  图 11：电视 55 寸 open cell HD 面板价格  单位：美元 

  
资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部                       资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部 
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图 12：全球智能手机季度出货量 单位：百万部  图 13：中国智能手机月度出货量 单位：百万部 

 

 

资料来源：Bloomberg，中信建投证券研究发展部                      资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部 

图 14：全球 PC 出货量  单位：百万台  图 15：全球 tablet 出货量  单位：百万台 

 
 

资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部                       资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部 

图 16：iPhone 全球销量  单位：万台  图 17：Mac 全球销量  单位：万台 

  
资料来源：Bloomberg，中信建投证券研究发展部                       资料来源：Bloomberg，中信建投证券研究发展部 
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图 18： iPad 全球销量  单位：万台  图 19：iPhone 季度平均 ASP 变化 单位：美元 

 
 

资料来源：Bloomberg，中信建投证券研究发展部                       资料来源：Bloomberg，中信建投证券研究发展部 

 

图 20：2GB 256M×8 1600MHz DRAM 价格 单位：美元          图 21：64GB 8G×8 MLC NAND 价格 单位：美元 

  
资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部                       资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部 

图 22：全球智能手机平均售价 YoY  图 23：2017 年中国市场智能机销量及销量份额 单位：万台 

  
资料来源：GFK，中信建投证券研究发展部                       资料来源：GFK，中信建投证券研究发展部 
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图 24：消费电子已开启为期 5-7 年的创新周期  

 

资料来源：中信建投证券研究发展部  

图 25：消费电子的创新周期投资模型  

 

资料来源：中信建投证券研究发展部 
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